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Deutschland kann Hightech:

Halbleiter sind der Grundstein fiir mehr Lebensqualitat

Statement von Dr. Dirk Hoheisel,
Mitglied der Geschéaftsfiihrung der Robert Bosch GmbH
anlasslich der Pressekonferenz zur Grundsteinlegung

des 300-Millimeter-Halbleiterwerks Dresden am 25.06.2018

Es gilt das gesprochene Wort.
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Sehr geehrte Damen und Herren,

vor nur fast einem Jahr haben wir gemeinsam die Entscheidung zum Bau un-
serer neuen 300-Millimeter-Halbleiterfabrik bekannt geben — heute kénnen
wir nach komplexen Planungsschritten den Grundstein fiir die Chipfabrik der
Zukunft von Bosch legen. Wir legen damit zugleich den Grundstein flir mehr
Lebensqualitat der Menschen, wir legen den Grundstein flir mehr Sicherheit
im StraBBenverkehr — und wir legen den Grundstein fiir eine Schliisseltechno-

logie des Internets der Dinge sowie der Mobilitat der Zukunft.

Halbleiter sind Kernbestandyteil aller elektrischen Systeme. Und Halbleiter
machen Daten auch zum begehrten Rohstoff der Zukunft — ohne Halbleiter
wiirde heute kein Auto mehr fahren. Sie ermoglichen automatisiertes, res-
sourcenschonendes Fahren und sorgen fiir bestmoglichen Insassenschutz -
etwa beim Auslosen eines Airbags. Fir die immer groBeren Anwendungsfel-
der von Halbleitern erweitern wir unsere Fertigungskapazitaten und setzen
flr unser neues Werk auf den Technologiestandort Deutschland. Mit dem
Neubau steigen wir erstmals in die 300-Millimeter-Technologie ein, um wei-

tere Skaleneffekte zu erzielen und unsere Wettbewerbsfahigkeit zu starken.

Die Landeshauptstadt Dresden ist fiir uns ein Motor der Mikroelektronik in
Europa — und war damit weltweit die erste Wahl fiir unsere Milliardeninvesti-
tion. Ich bin liberzeugt: Deutschland kann Hightech. Durch eine enge Koope-
ration mit Halbleiterunternehmen, Wissenschaft und Lehre wollen wir sowohl
unsere Innovationskraft als auch die Wettbewerbsfahigkeit dieser Hochtech-

nologiebranche starken — in Deutschland und in Europa.
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Meine Damen und Herren, in unserer Chipfabrik schaffen wir mit hochauto-
matisierten Fertigungsprozessen taglich nicht nur Zukunft in Form von Halb-
leiter. Wir schaffen ebenso die Zukunft fiir hochattraktive Arbeitsplatze. In un-
serem Hightech-Werk sollen kiinftig bis zu 700 Mitarbeiter tatig sein. Wir su-
chen kreative Kopfe, die den Bau der modernsten Chipfabrik von Bosch mit-
gestalten. Dazu setzen wir stark auf Fachkrafte aus der Region, aber auch

auf internationale Kompetenztrager und Experten.

Unser neues Bauvorhaben ist zugleich die gro3te Einzelinvestition in der
Geschichte von Bosch. Wir investieren rund eine Milliarde in unseren neuen
Standort und freuen uns, dass das Bundesministerium fir Wirtschaft und
Energie beabsichtigt, die Einrichtung und Inbetriebnahme zu unterstiitzen.
Neben der Bundesregierung haben auch das Land Sachsen und die Stadt
Dresden Unterstlitzung zugesichert. Deshalb bedanke ich mich an dieser
Stelle bei Ihnen, Herr Bundesminister Altmaier, und auch bei Ilhnen, Herr
Ministerprasident Kretschmer. Sie und lhre Vorganger haben dazu beigetra-
gen, dass wir heute gemeinsam bereits den symbolischen Grundstein legen
kénnen — fiir mehr Lebensqualitat der Menschen, fiir die Halbleiterbranche in
Dresden und fiir die Wettbewerbsfahigkeit des Technologiestandortes

Deutschland.
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